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國內切入高階半導體檢測設備產業之

商機探究 

 

金屬中心 MII 產業分析師  陳慧娟  

 

摘要：  

配合全球半導體設備與技術正要蓬勃發展的趨勢下，相關終端廠商為達

技術量產化指標，有強烈的成本 (包含設備與原物料成本 )下降需求，尤其是

台積電、日月光等指標性廠商。不同於其他高階製程，檢測技術符合台灣設

備的開發能力，因此在相關技術發展的帶動下，台灣本土設備廠商是有機會

打破長期被外商所壟斷的局面。只要 10%的設備取代率，就有高達 300億台幣

的商機。相信半導體檢測設備與技術的需求面與未來性，會是國內相關政府

單位與產學界值得一同投入開發的藍海市場。  
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